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二、说明、目录、图表目录

 功率半导体器件是实现电能转换的核心器件，可以根据载流子类型分为双极型功率半导体和

单极型功率半导体。双极型功率半导体包括功率二极管、双极结型晶体管（BJT）、电力晶体

管（GTR）、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等；单极型功率半导体包括功

率MOSFET、肖特基势垒功率二极管等。

功率半导体的作用是提供设备所需电能并保证电能的良好状态，被广泛应用于消费电子、新

能源交通、轨道交通、发电与配电等电力电子领域。2021年汽车、消费类电子等抑制性需求

释放将带动功率半导体市场整体迎来复苏，随着疫情后企业复工复产有序开展，初步核

算2021年中国功率半导体市场规模或反弹至183亿美元，同比增长6.3%。从市场竞争看，我国

功率半导体行业整体市场集中度在不断提高，CR5由2020年为22.05%增长至2021年的29.58%，

国内头部代表企业规模在不断扩大，市场竞争优势愈发明显。近年来，我国功率半导体制造

进出口贸易情况总体较好。2017-2021年进出口总额呈波动上升态势，2021年为309.44亿美元，

较2020年增长27.88%。其中，进口金额为18.35亿美元，出口金额为12.59亿美元，贸易逆差

为5.76亿美元。  

未来，随着折旧带来的替换市场、电气化程度加深带来的新增市场以及供需格局带来的价格

增长，功率半导体的发展空间十分广阔。此外，随着我国功率半导体产业成熟度的增加，功

率半导体产业从海外转移到大陆的趋势非常明朗，国内功率半导体厂商将迎来黄金布局时期

。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国功率半导体行业发展态势与未来前景预测报告》共十四

章。首先介绍了功率半导体产业的相关概念、发展历史及分类情况，接着分析了中国半导体

产业的发展状况；然后，报告对功率半导体产业的运行情况及产业链作了详细分析，并重点

介绍了功率半导体几个重要的细分市场；接下来，报道对功率半导体技术发展情况、下游市

场发展情况、国内外重点企业经营状况和项目投资案例进行了详细分析；最后，报告对功率

半导体行业投资风险、未来发展机遇及前景进行了科学合理的分析。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中企顾问网

市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预

测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对功率半导体产业有个系统

深入的了解、或者想投资功率半导体产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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